職務経歴書

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏名○○　○○　　
■　経歴概要
株式会社　ｘｘｘｘ　　（0000年00月～0000年00月）

事業内容：・・・・・金属、セラミック部品、金型、装置、治工具等の製作
資本金：約0.5億　売上：約10億　従業員：約65名
0000年　4月～　○○工場　技術研究所　技術G　　配属

0000年　3月末日　退職

	0000年4月～0000年7月
	TECファイバー引張り試験機（社内設備）
	・機械設計
・組立、調整、試験評価
・現場応援（TECファイバー加工）
	2D-CAD：autocad2000
	技術G担当者：2名

	0000年7月～0000年12月
	TECファイバー製造装置（社内設備）
	・TECファイバー製造装置設計
・装置組立、調整、動作確認
・現場応援（TECファイバー加工）
	2D-CAD：autocad2000
	技術G担当者：3名

	0000年1月～0000年7月
	ファイバー計尺装置（社内設備）＜補足資料に掲載＞
ファイバーカッター（社内設備）
外径測定器（社内設備）
	・装置設計、組立
・設計、部品作成、組立、調整
・機構部設計、組立、調整
※コメント

＜メカ設計者は設計した製品写真など、補足資料で作成すると、効果的です＞
	2D-CAD：autocad2000
汎用旋盤・汎用フライス盤・ボール盤
	技術G担当者：5名

	0000年7月～0000年2月　
	φ0.9mmファイバー中間剥離治具　＜補足資料に掲載＞
	・中間剥離治具設計
・治具用部品加工
・組立、調整
	2D-CAD：autocad2000
汎用旋盤・

汎用フライス盤・ボール盤・平面研磨機・放電加工機
	技術G担当者：2名

	0000年2月～0000年3月　
	アーク放電用真空装置（社内設備）
ファインカット装置（社内設備）
アーク放電用装置金型（社内設備）
特殊組成材料サンプル
客先用引張り試験サンプル
小型自動ステージ（社内設備）　
	・真空装置チャンバー・機構・電極部、設計、組立
・故障装置改造によるファインカット装置設計、組立、調整
・アーク放電用真空装置レンタル設備4台立ち上げ
・アーク放電用装置金型の加工、手仕上げ
・特殊組成材料サンプル加工
・客先用引張り試験サンプルの形状成形
・小型自動ステージ設計、部品加工、組立、調整、電気回路作成、動作確認
	2D-CAD：autocad2000
汎用旋盤・汎用フライス盤・ボール盤・マシニングセンター・放電ワイヤーカット・平面研削盤・アーク溶接
	技術G担当者：6名


ｘｘｘｘｘｘ　株式会社　（0000年00月～0000年00月）
事業内容：・・・・・コンデンサー用Vチップ加工・テーピング機、LED用検査装置
資本金：約10億　売上：約80億　従業員：約55名
0000年　4月～　製造課　　配属

0000年　9月～　技術課　　配属

0000年 12月末日　退職

	0000年4月～0000年9月　
	コンデンサ用Vチップ加工・テーピング機（JVA-120型機）＜補足資料に掲載＞
	・装置組立、調整
・装置動作確認、立会い、出荷
	
	製造課担当者：10名

	0000年0月～0000年12月
	チップLEDテーピング機（KM2-007型機）　＜補足資料に掲載＞

	・装置組立、調整
・改善設計
・装置動作確認、立会い、出荷
・現地セットアップ
	2D-CAD：autocad2008
・汎用旋盤・汎用フライス盤・ボール盤
	技術課担当者：2名

	0000年1月～0000年3月
	車載用大型コンデンサVチップ加工
テーピング機（JVA-230型機）
	· 改善設計
· 部品加工
	2D-CAD：autocad2008
・汎用フライス盤・ボール盤
	技術課担当者：3名
製造課担当者1名

	0000年4月～0000年6月
	1液性エポキシ樹脂用ディスペンサー
	・客先装置のディスペンサーユニット乗せ替え工事
・ディスペンサーユニット設計、組立、調整
・ディスペンサー吐出テスト
	3D-CAD：autodesk inventor2008

	技術課担当者：2名

	0000年6月～0000年7月
	チップLEDテーピング機（KM2-007型機）
	・図面2D→3D変換
・改善設計
・装置組立、調整
・装置動作確認、立会い、出荷
・現地セットアップ

	3D-CAD：autodesk inventor2008
・汎用旋盤・汎用フライス盤・ボール盤
	技術課担当者：2名

	0000年8月～0000年11月
	チップLED　特性32分類層別機（KLH-001型機）　＜補足資料に掲載＞
	・仕様取り決め、仕様書作成
・構想設計
・装置設計（全体、ユニット、構成部品）
・装置組立
・装置動作確認、出荷
・書類作成（取扱説明書、消耗品リスト）
	3D-CAD：autodesk inventor2008
・汎用旋盤・汎用フライス盤・ボール盤
	技術課担当者：3名　
製造課担当者1名

	0000年11月～0000年3月
	チップLED　64分類層別機（MTS-3300型機）
チップLED　画像検査テーピング機（FET-720SP型機）
	・仕様取り決め、仕様書作成
・装置設計（全体、ユニット、構成部品）
・装置組立
・書類作成（取扱説明書、消耗品リスト）
	2D-CAD：autocad2008
3D-CAD：autodesk inventor2008
・汎用旋盤・汎用フライス盤・ボール盤
	技術課担当者：4名　
製造課担当者3名



【習得技術】
1)2次元及び3次元CADによる設計
　2D-CAD：Microcadam、AutoCAD2008

　3D-CAD：autodesk inventor2008

2)機械加工を経験
　（ボール盤、汎用旋盤、NC旋盤、フライス盤、マシニングセンター、汎用円筒研削盤、
　　CNC円筒研削盤、平面研削盤、投影研削盤、放電ワイヤーカット、放電加工機、）
3)光ファイバー関連の周辺装置設計
4)真空装置設計、組立を経験
5)電子部品検査、テーピング装置（ハンドリング）の仕様取決め、設計、組立、
　調整を経験
6)装置に関する書類作成
【自己PR】
　機械について、実際に物を触りながら設計を経験してきました。関わった業種も光ファイバー、真空、電子部品と異業種を経験してきました。しかし、どの業種においても目に見える「もの作り」は作り方や考え方の共通点が多く、他業種においてもこれまでの経験を充分に活かせるように思います。
　また、現場での生産経験をさせていただける機会が多く、実際流れている製品や製品に関わる装置、治具、工具、消耗部品等を自分で触り、自分で使用し、自分で動かすことで知識を身につけてきました。
　まだ知らない機械に関する知識をさらに学び続け、今現実にある物に常に触れながら技術の向上を続けたいと考えております。
以上







